DIXYS

Mounting Instructions

The IXYS Semiconductor devices are thoroughly checked be-
fore leaving the factory. To avoid any damage during mounting,
please note the following instructions.

Basic Instructions

Semiconductors should be mounted so that they are not heated
up by adjacent parts.

In case of natural convection air cooling the heatsink fins must
be arranged so that the air can flow freely from the bottom to the
top.

In case of forced convection air cooling or liquid cooling the
power semiconductor can be mounted in any position as long as
the cooling medium amount is sufficient for the load.

The cross-section area of leads must be adequate to preventthe
power semiconductors from being heated up. Power semicon-
ductors should not be subject to tension or pressure by busbars,
heatsinks or leads.

The semiconductor should be mounted so that mechanical
oscillations do not cause short circuits in the leads.

Leads should not be soldered to the case, except on housings
with solder lugs.

The threaded hole in the heatsink must be at right angles to
contact surface and deep enough to accommodate the threa-
ded stud of the power semiconductor device; this ensures that
the contact surface which serves for heat dissipation mates
tightly to the heatsink. The threaded holes must comply with
tolerance class 6H in ISO 262 and ISO 965 / 2. The thermal
resistance values given in the data sheets apply to the torque
values listed in the reverse side using thermal grease.

Mounting Instructions

The contact surfaces (flat base) and thread of the stud and
heatsink must be clean, in good condition and free from damage
and corrosion before mounting can begin.

The following values to DIN ISO 1302 should be maintained at
the heatsink contact surface:

Flatness R, < 16 pm

(reference length 0.8 mm to DIN ISO 1302)

Surface finish E < 0.02 mm

To maintain the thermal resistance a thin coat of thermal grease
should be applied to contact surfaces and thread before
mounting. Thermal grease DC 340 is recommended for use.
The socket wrench should be held vertically when mounting the
stud type semiconductor. If the wrench is not held properly
bending forces are exerted on the semiconductor causing
damage to the case.

Compressed-air screwdrivers and ratchets should not be used.

Maintenance

The power semiconductor devices are maintenance-free. The
creepage distances should be protected against water and
condensation as well as dust, and should be cleaned from time
to time if contaminated.
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Montagehinweise

IXYS Leistungshalbleiter verlassen das Werk nach Priifung in
einwandfreiem Zustand. Sachgemafe Montage ist die Voraus-
setzung fiir zuverlassigen und stérungsfreien Betrieb. Folgende
Punkte sind daher zu beachten.

Konstruktive Hinweise

Die Leistungshalbleiter sollen von benachbarten Teilen nicht
aufgeheizt werden.

Bei Luftselbstkiihlung mussen die Kihlkdrper-Rippen so ange-
ordnet werden, daf die Luft frei von unten nach oben durchstro-
men kann.

Die Einbaulage des Leistungshalbleiter-Bauelementes ist bei
verstéarkter Luftkiihlung und Wasserkihlung beliebig, sofern die
entsprechend dem Belastungsfall notwendigen KuhlImit-
telmengen eingehalten werden.

Stromzufiihrungen missen ausreichende Querschnitte besit-
zen, damit der Leistungshalbleiter nicht von diesen aufgeheizt
wird.

Stromschienen, Kuhlkérper und Anschluf3leitungen dirfen kei-
ne zusatzlichen Zug- oder Druckkrafte auf den Leistungs-
halbleiter ausiiben.

Durch mechanische Schwingungen dirfen keine Kurzschliisse
der AnschluBleitungen verursacht werden. An die Gehause
dirrfen keine Leitungen angeldtet werden, abgesehen von Bau-
elementen mit Létosen.

Das Gewindeloch im Kuhlkérper mufl senkrecht zur Auflage-
flache stehen und den Gewindebolzen des Leistungshalbleit-er-
Bauelementes in seiner gesamten Lange aufnehmen kén-nen,
damit die zur Warmeabfiihrung bestimmte Flache sicher rings-
um gleichmafig aufdem Kuhlkdrper aufliegt. Die Gewin-delécher
mussen Toleranzklasse 6H nach DIN 13 entsprechen

Die in den Datenblattern angegebenen Warmeubergangs-wi-
derstande gelten fiir die rickseitig aufgefiihrten Anzugs-
drehmomente unter Verwendung von Wéarmeleitpaste.

Montagehinweise

Vor der Montage miissen die Kontaktflachen und die Gewinde
von Schraube und Kihlkdrper sauber, unbeschadigt und frei
von Fremdkdrpern und Korrosion sein.

Fur Kihlkérper missen folgende Werte nach DIN ISO 1302 im
Bereich der Auflageflache eingehalten werden:

Rauhtiefe R, < 16 um

(Bezugsstrecke 0,8 mm nach DIN ISO 1302)

Ebenheit E < 0,02 mm

Die Grundflache und das Gewinde sind vor der Montage zur
Einhaltung des Wéarmewiderstandes mit einer diinnen Schicht
Warmeleitpaste zu bestreichen. Empfohlen wird: Paste DC340.
Steckschlissel senkrechtaufsetzen. Beim Verkanten der Schlis-
sel treten Biegekrafte auf, die das Gehéuse des Leistungs-
halbleiters beschadigen kdnnen. Prefluftschrauber oder
Reversierschlussel durfen nicht verwendet werden.

Wartung

Leistungshalbleiter-Bauelemente sind wartungsfrei. Die
Isolationsstrecken sollen jedoch gegen Spritz- und Tropfwasser
sowie gegen Verstaubung geschitzt und bei Verschmutzung
von Zeit zur Zeit gereinigt werden.
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